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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 4: Coding system and classification into forms of package
outlines for semiconductor device packages

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization gomprising
all ngtional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC~is™to| promote
interngqtional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and eléctronic [fields. To
this ehd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Spedifications,
Technjical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to| as “IEC
Publigation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Natignal*Committee |nterested
in thg subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental [and non-
govermmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaboratg¢s closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions detefqmined by
agreement between the two organizations.

2) The fdrmal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as wearly as possible, an international
consehsus of opinion on the relevant subjects since each technical .cammittee has representation from all
interegted IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for internatiohal use and are accepted by IEG National
Comnlittees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical contgnt of IEC
Publidations is accurate, IEC cannot be held responsibleNer the way in which they are used dr for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC Natiohal Committees undertake to apply IEC Pyblications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any djvergence
betwegn any IEC Publication and the correspondinginational or regional publication shall be clearly indicated in
the lafter.

5) IEC itpelf does not provide any attestation_of~conformity. Independent certification bodies provide gonformity
assespment services and, in some areasy access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

6) All us¢rs should ensure that they have\the latest edition of this publication.

7) No liapility shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual eXperts and
membiers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other |damage of any nature\whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenges arising out ofthe publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ¢ther IEC
Publigations.

8) Attentjon is drawnstosthe Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable forthe correct application of this publication.

9) Attentjon is_drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the pubject of
paten{ rights. JEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Internatlenat-StandardHEC-604344-has—been—prepared—by-—subeemmittee4FBD—Semieonductor
devices packaging, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1999,
Amendment 1:2001 and Amendment 2:2002.This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) Material code "S" is added to indicate a silicon based package.
b) Description of "WL" is added to be used for general use.
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t of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
47D/837/FDIS 47D/848/RVD

EC:2013

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of

standar

The committee has decided that the contents of this publication will remain uncharged

stability

the spegific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

« with

drawn,

* replaced by a revised edition, or
+ amepded.

echanical

until the

date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in,the data related to

IMPOR

that it

of its ¢

TANT — The 'colour inside' logo on the cover page of this publication in

dicates

tontains colours which are considered.to be useful for the correct undersfanding
pntents. Users should therefore print'this document using a colour printer,
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 4: Coding system and classification into forms of package

outlines for semiconductor device packages

1 Scope

This pa

t of IEC 60191 specifies a method for the designation of package outlines an

for the

classific
for gend

The deq
assuring

2 Coding system of package outlines for semiconductor-devices

The fol

standarglization:

— first: a three-digit serial number (000 to 999);

— secqnd: a single reference letter indicating the . form as shown in Table 1;

— third} a two-digit serial number (00 to 99)to indicate a variant of an outline
The use of prefix P to indicate a provisional drawing remains unchanged.

Examplgs

- 101A00

- 050613

- P101F01

3 Classification into_forms of package outlines for semiconductor device

The padkage outline~drawings for semiconductor devices are classified into forms accg

the follo

— form A; (_single-ended

ation of forms of package outlines for semiconductor devices and a systematic
rating universal descriptive designators for semiconductor device packages.

criptive designator provides a useful communication tool but has no implied co
package interchangeability.

lowing coding system will be used in the publications concerning me

wing schieme:

method

ntrol for

chanical

frawing.

S

rding to

— form[ByY heat-sink-mounted

— form C: stud-mounted

— form D: axial-leaded

— form E: surface-mounted

— form F: single-ended, heat-sink-mounted

— form G: dual and quad in-line

— form H: axial lead-less.
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4 Coding system for semiconductor-device packages

41 G

eneral

The standard coding system is a method for identifying the physical features of an electronic
device package family. The system is predicated upon a minimum two-character designator,
which indicates the package outline style. This designator can be extended, through the use of
optional, user-selected fields, to provide additional package information such as terminal

position

42 N

and count, terminal form, package shape, and predominant body material.

ew descriptive codes

If a new

proposed, a new code may be recommended for standardization.

4.3 Dlescriptive designators

4.3.1

The pag
system.

by the pystem. In general, these fields are independent of ,one”another. Unless o
indicatefd herein, the users of this system may pick and choose which of these fields th

to implg

package that does not contorm to one of the designated t1ield character codes

General remarks

kage outline style code is the only compulsory field within thi§)descriptive des

ment for their specific application (see Figure 1).{Fhe descriptive designator

is being

ignation

Additional information may be provided using optional prefixes and suffixes de¢scribed

herwise
ey wish
may be

extended with additional information, provided this.finformation is separated from the

descript

NOTE B
4.3.2

The mirn

standard package outline styles. These styles identify general external physical f

Commo

Figure A
example
Clause

ve designator by a slash (/) (see 4.3.7).

psic package codes and names are presented in Table B.1.
Minimum descriptive designator
imum descriptive designator is a\two-letter code that classifies device packa

N two-letter descriptive codes.or abbreviations are included, such as CC, FP, S(

.1 shows two-letter codes for various device package outline styles and
s of each. Table "\ lists the two-letter package-outline-style codes desc

O

jes into
patures.
D, GA.

depicts
ribed in
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Optional unless Minimum
Optional - Optional material prefix descriptive - Optional Optional
designator designator
P - S Q C C - J 3 2
Material Features Position Package Form Count

Terminal count
(4.3.6.1, 4.3.6.2)
A-efe-, two-, or

threg-digit suffix

Lead form
(4.3.6.1/4.3.6.2,
Table 5,|Figure A.2)
A singletletter suffix

Package outline style
(4:32¢ Table 1, Figure A.1)
A.double-letter designator

Terminal position
(4.3.3, Table.2)
A singledletter prefix

Package-specific\features
(4.3.5, Table 4)

A single-letter or multi-
letter prefix

Package-body material
(4.3.4, Table 3)
A single-letter prefix

lEC 2560/13

Figure 1 — Descriptive coding for semiconductor device packages
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Table 1 — Package-outline-style codes

Form Code Outline style
E CcC Chip-carrier package
B CP Clamped package (press-pack)
A CcY Cylinder or can package
D/E DB Disk-button package
F FM Flange-mount package
A FO Fibre optic device package
E FP Flatpack package
G GA Grid-array package
G IL In-line package. The preferred designator is IP.
G IP In-line package or inserted package. Restrict to DIP/SIP/ZIP.
D/H LF Long-form horizontal package
MA Microelectronic assembly
B MP Power module package
MW Microwave package
B PF Press-fit package
C PM Post-(stud-) mount package
E SO* Small-outline package
A SS Special-shape package
uc Uncased chip
VP Vertical surface-mount package
XA-XZ Non-defined family; vendor or user option
* Indugtry practice sometimes uses "P" for "package" in the location normally occupied by this field (except that
there|is no preceding hyphen), for example/SOP.

4.3.3 Terminal-position prefix

The tworletter, package-putline-style code may be supplemented with a single-letter prefix that
identifies the physical tefminal positions or, if applicable, the interconnect land [pattern.
Examplg¢s of three-letter designators include common acronyms or abbreviations, suchfas DIP,
LCC (QCC preferred), PGA, QFP, SIP, ZIP.

NOTE 1 |A terminal is defined as an externally available point of connection.

NOTE 2 |The proper terminal-position prefix is determined by the interconnect land structure. For example, the
code for asimgte Tow of termimatsformed-imtoa stagygered configuratiom woutdbe™"Z*

Table 2 gives a list of one-letter, terminal-position prefix codes.

4.3.4 Package-body-material prefix

The three-letter descriptive designator (see 4.3.2) may be further supplemented by a single-
letter prefix that identifies the predominant package-body material. This prefix shall not be
used unless the terminal-position prefix described in 4.3.2 is also used. Examples of such four-
letter descriptive designators include common acronyms or abbreviations, such as CDIP, PDIP,
PLCC (PQCC preferred), MELF, PQFP.

Table 3 gives a list of one-letter package-body-material prefix codes.


https://iecnorm.com/api/?name=19a4b5cdbd3eae197105bcc0d8a15ebb

60191-4 © IEC:2013

—9-—

If the package-body material is other than one of those defined in Table 3, the letter "X" shall
be used within the descriptive designator to signify a special or new material and shall later be
replaced with an IEC-approved code.

4.3.5

Package-specific feature prefix

Package-specific features may be described through the use of a multiletter prefix. The
package-specific feature prefix shall be set off from the following portion of the descriptive
designator by a dash ().

Table 4 gives a list of package-specific feature prefix codes. Figure 2 shows the relationship of
codes to profile and pitch.

4.3.6 Lead-form and terminal-count suffixes
4.3.6.1 General lead-form and number of terminals
The general lead form (or terminal shape) and/or the number of terminalshon a package may
be described through the use of two fields, the lead-form suffix and the terminal-count suffix.
These to fields shall be set off from the preceding portion of the deScriptive designator by a
dash (-].
Users of this system may choose to use the lead-form suffix;)or the terminal-count quffix, or
both. If| the lead-form suffix is used in conjunction with{the terminal-count suffix,|it shall
precede the terminal-count suffix.
Table 2 — Terminal-position prefixes
Code Name Position a) b)
A Axial Terminals extend from(Both ends in the direction of the major axis of a cylindrical or
elliptical package
Bottom Terminals extend from the bottom of the package
Double Terminals_ar€ on opposite sides of a square or rectangular package or locat¢d in two
parallel rows
E End Terminals are package endcaps having a circular or elliptical cross-section
Lateral Ferminals are on the four sides of a square or rectangular package
The preferred name is "quad"”, code Q
P Perpendicular Terminals are perpendicular to the seating plane on a square or rectangular
package. Restrict to PGA family
Q Quad Terminals are on four sides of a square or rectangular package or located in|four
parallel rows
R Radial Terminals extended radially from the periphery of a cylindrical or spherical package
S Single Terminals are on one surface of a square or rectangular package In a single row
T Triple Terminals are on three sides of a square or rectangular package
U Upper Terminals are perpendicular to and opposite the seating plane, and are on one
surface of a package
X Other Terminal positions are other than those described
4 Zig-zag Terminals are on one surface of a square or rectangular package arranged in a

staggered configuration

a) These descriptions assume the seating plane in the bottom of the package.

b) Reference to package shape does not take into account flanges, notches or other irregularities.
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Table 3 — Prefixes for predominant package-body material

Code Material
C Ceramic, metal-sealed co-fired
G Ceramic, glass-sealed
L Glass
M Metal
P Plastic (including epoxy)
S Silicon
T Tape
X Other

Table 4 — Prefixes for package-specific features

Order Functional classification Code Package-specific feature
H Integral heat slug
1 Outline addition D Transparent window
P Piggyback or Terminal for stack
None Standard profilé (1,70 mm < none)
L Low profile’(1,20 mm < L < 1,70 mm)
T Thin profile (1,00 mm < T < 1,20 mm)
2 Seating height Vv Veéry thin profile (0,80 mm <V < 1,00 mm)
w Very, very thin profile (0,65 mm < W < 0,80 mm
8] Ultra thin profile (0,50 mm < U < 0,65 mm)
X Extremely thin profile (X < 0,50 mm)
Shrink pitch (< basic pitch) (restricted to DIP, S|P, SOP
families)
s SDIP (1,778 mm pitch)
SZIP (1,778 mm and 1,27 mm pitch)
3 Terminal pitch and-position SSOP (1,0 mm, 0,8 mm, 0,65 mm, 0,5 mm and P,4 mm
pitch)
F Fine pitch (QFP at < 0,50 mm pitch and < 0,80 mm pitch
for BGA and LGA)
| Interstitial pitch (staggered leads)

X< 0,50 mm <[U< 0,65 mm < W|< 0,80 mm <[V]< 1,00 mm

<[M<1,20 mm <[J< 1,70 mm < No code]

IEC 2561/13
Figure 2 — Relationship of codes to profile

4.3.6.2 Lead-form suffix

The lead-form suffix is a one-letter suffix that identifies the standard form or shape of the lead.
Table 5 gives a list of one-letter, lead-form suffix codes.

If more than one type of terminal is present, the terminals carrying the principal current
determine the lead-form code. If one of these terminals is a mounting stud or flange, its shape
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shall not govern the choice of lead-form (or terminal-shape) suffix because that has already
been described by the package-outline-style code. If the lead form is other than one of those
defined in Table 5, the letter "X" shall be used within the descriptive designator to signify a
special or new lead form and shall later be replaced with an IEC-approved code. Examples are
illustrated in Figure A.2.

4.3.6.3 Terminal-count suffix

The terminal-count suffix is a numeric field used to identify the number of terminals on the
device package. If there is more than one type of terminal, the terminal count shall include only
those terminals that were used to determine the lead-form suffix in accordance with 4.3.6.1. If

the terminal count (including terminals not used) is less than the number of available terminal
position“’ the latter may be added in p:\rnnfhnene’ for nvnmpln ’)ﬂ(')R) and 1RR(')RQ)

4.3.7 Detailed information field

A slash|(/), followed by a supplemental one- to twenty-character detailed information fig¢ld, may
be added to the descriptive designator. The field may contain the IEC designation ¢r some
other uger-specified coding scheme.

The slagh (/) shall signify the beginning of the supplementary detailed information field. There
shall be[no space character between the slash (/) and adjacent fields.
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Table 5 — Suffixes for lead form (or terminal shape)

Code Form/shape Description (see Figure A.2)
A Screw A threaded hole for a screw on the top of the package
B Butt or ball A short lead or solder ball intended for attachment perpendicular to the land
structure
C C-bend A "C"-shaped compliant or non-compliant lead bent down and under the body
of the package
Solder lug A lug terminal on the package
Fast-on plug A fast-on plug extending from the body of the package
Flat A compliant or non-compliant, non-formed flat lead that extends away from
the body of the package
G Gull wing A compliant lead bent down from the body of the package with_a'fecdt|at the
end pointing away from the package
H High-current cable A lug terminal at the end of a flexible lead
| Insulated A flat lead formed by depositing a thin conductor on @ supporting insyglating
film
J "J" bend A "J"-shaped compliant lead bent down and back™under the body of the
package
"L" bend An "L"-shaped compliant lead intended for surface mounting
N No lead Metallized terminal pads located on theé body of the package
P* Pin or peg A tempered lead extending fromhe'body of the package and intendeld for
attachment to a plated throughtholé in the land structure
Q Quick-connect A tab-like terminal extending\from the body of the package
R Wrap-around A metallized non-compliant terminal wrapped around the package bogly
S "S" bend An "S"-shaped compliant lead bent under the body of the package
T Through-hole A terminal with flat or V-shaped cross-section intended for attachmerjt to a
plated through=hole in the land structure
U "J" inverted A "J"-shaped compliant or non-compliant lead bent down from the bofly of the
package with the curved end pointing away from the package
w Wire An“dntempered wire lead extending from the body of the package
X Other A'lead form or terminal shape other than those defined
Y Screw A threaded hole

Indugtry practice sometimes uses "P" for "package" in the location normally occupied by this field (except that
therelis no precedingthyphen), for example SOP.

ing system of package-outline styles

upies a
major portion of the package area and whose terminals consist of metal pad surfaces (on
the leadless versions) or leads formed around the sides and under the package or out from
the package (on leaded versions).

NOTE 1 The body of the chip carrier, usually square or of low aspect ratio, is similar to that of a flatpack.

NOTE 2 When leads extend out from the package, the preferred term is "flatpack” (see FP).

CP, clamped package (press-pack): Package, for high-current devices, in the form of a
cylinder with a plane, circular, high-current terminal at each end, intended to be clamped
against or between two busbars acting as heat sinks.

CY, cylinder or can: Generally cylindrical package. It usually has terminals that exit from
one end, parallel to the central axis of the package and is mounted perpendicular to the
seating plane.
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DB, disk-button: Low-profile package that looks like a disk or button. It usually has
terminals that exit radially from the periphery of the package like the spokes of a wheel or
from the disk centre. Terminals may be formed into a variety of shapes.

FO, fibre optic: Microcircuit package that has one or more fibre-optic connectors. Its
terminals may exit from, or attach to, any surface of the package and may be formed in a
variety of lead shapes.

NOTE 3 The fibre-optic connectors are considered to be terminals.

FM, flange mount: Package that has a flange-mounted heat sink that is an integral part of
the package and provides mechanical mounting to a packaging interconnect structure or
cold plate. It usually has terminals that exit from, or attach to, any surface of the package in
a variety of forms.

FP, |flatpack: Low-profile package whose leads project parallel to, and are’designed
primarily to be attached parallel to, the seating plane.

NOTHE 4 The leads originate typically at either two or four sides of a package.
NOTHE 5 The body of the flatpack is similar to that of a chip carrier.

NOTHE 6 Leads can be formed generally away from the package body. If the leads are formed back towards
the ppckage body, the correct term is "chip carrier" (see CC).

GA, | grid array: Low-profile package whose terminals are’Mocated on one surfgce in a
matrix of at least three rows and three columns; terminals_may be missing from some row-
column intersections.

IP (or IL), in-line package: Rectangular package having one row or two or more|parallel
rowg of leads designed primarily for insertion mounting perpendicular to the seating|plane.

NOTH 7 The leads can all emerge from a single side, or from two parallel sides with the leads formed to
prodyce parallel rows.

NOTH 8 The preferred code is "IP".

LF, {long-form) package: Cylindrical.lor elliptical tubular package having terminal ehd-caps
or axial leads. Its long-form body is(Usually mounted parallel to the mounting plane.

MA, | microelectronic assembly:"Assembly of unpackaged (uncased) microcircuit$ and/or
packaged microcircuits, which* may also include discrete devices, so constructed on a
pacKaging interconnect structure that for the purpose of specification, testing, cormnmerce,
and [maintenance, the package is considered to be an indivisible component. The|passive
and/pr active discreté and microelectronic devices may be mounted on either ong¢ or two
sides of the packaging interconnect structure, and the external terminals usually gxit from
one [side of the assembly. A variety of package sizes, shapes, and external terminal forms
are possible.

MP,| (power)” module package: Package designed for housing two or more power
sem|conductor chips having a mounting base which is not a terminal, and several screw
and/pr.fast-on or pin terminals on the surface opposite the mounting base. T

MW, microwave package: Package specially designed to provide device operation at
microwave frequencies.

NOTE 9 "Specially designed" includes, but is not limited to, microwave cavities or terminals with controlled
common-element impedance.

PF, press fit: Round or elliptical package whose mechanical mounting area is pressed into
the packaging interconnect structure or cold plate for purposes of thermal and electrical
connection. Its external terminals may take on a variety of forms.

PM, post or stud mount: Package whose mechanical mounting device is a threaded stud,
threaded hole, or post for mounting to the packaging and interconnect structure or cold
plate. A variety of package shapes and external terminal forms are possible.

SO, small outline: Low-profile rectangular surface-mount component package. Its chip (die)
is bonded to an inner land contact area, primarily a lead frame. External terminals exit
parallel to the seating plane on two opposite sides of the moulded, flat package.
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NOTE 10 The lead form is usually gull wing but other lead forms are possible.

NOTE 11 This term is deprecated in favour of "chip carrier" (see CC) or "flatpack" (see FP), depending on the
lead form.

SS, special-shape package: Miniature component package whose devices require a
special shape. Its terminals may project from one or more surfaces.

NOTE 12 Mechanical mounting and terminal attachment may require special techniques.

UC, uncased chip: Uncased, microminiature chip (die). Usually the chip has bonding pads,
bumps, etc., that are bonded to pads or lands on a lead-frame, tape, or substrate.

VP, vertical surface-mount package: Surface-mount package intended to be mounted
perpendicular to the seating plane. Terminals are located in one or more parallel rows. The
pac i i i ; f ace) or

Z, non-defined family: Electronic device package that does not fall under arly of the
IEC-approved package-style families.

These vendor- or user-specified package-outline-style codes are temporary and shopld later
be rgplaced with an IEC-approved code. They may be reused and so\have no uniqye, fixed
meanings.

WL,(Wafer-level array: A chip-scale package whose size is\g€nerally equal to thg size of
the $emiconductor device it contains and that is formed by-processing on a complefe wafer
rather than on an individual device.



https://iecnorm.com/api/?name=19a4b5cdbd3eae197105bcc0d8a15ebb

60191-4 © IEC:2013 - 15—

Annex A
(informative)

Examples of descriptive coding system application

Table A.1 lists some examples of applications of the descriptive coding system. It does not
demonstrate all possible combinations of package-outline-style codes, prefixes and suffixes.

Figure A.1 shows the two-letter codes for device package outline styles and depicts examples
of typical four-letter designators.

Figure A.2 illustrates the one-letter lead-form (or terminal-shape) codes shown in Table|5.
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Table A.1 — Descriptive coding system application

Common package Package Typical descriptive Complete descriptive
designation outline style coding system designator example

CcCcC CcC CC, QCC or GQCC GQCC-J68
LCC CcC CC, LCCa), R-LCC, or R-LCC-N R-CLCC-N32
LCC CcC CC, LCC?a, or CLCC-N CLCC-N32
PLCC CcC PLCCP) or PQCC-68 PQCC-J68
TO-5 CY CY-3, BCY, or MBCY MBCY-W3
TO-92 CY CY-3, BCY, or PBCY PBCY-W3
TO-224 DB DB-3, RDB, or PRDB PRDB-F3
TO-234 DB DB-3, RDB, or CRDB CRDB-F3
MO-025 FM FM-11 or MBFM MBFM-P11
TO-3 FM FM-2 or MBFM MBFM-P2
TO-220 FM FM-3, SFM, or PSFM PSFM+T38
FP FP FP, R-FP or DFP GDEP-F24
FP FP FP, S-FP, or QFP PQFP-G28
BGA GA BGA, BGA-340 E-BGA-B340(484)
PGA GA PGA or PGA-108 CPGA-P108(144)
CerDIP IP DIP, GDIP, or GDIP-18 GDIP-T18
DIP IP DIP, PDIP, or DIP-14 PDIP-T14
QDI IP DIP or PDIP PDIP-T44
SIP IP SIP, PSIP, or, STR=11 PSIP-T11
ZIP IP ZIP, PZIP, onZIP-15 PZIP-T15
MO-02 IP DIP or RDIP PDIP-T16
MELF LF MELE MELF-R2
Axial leagl LF ALCF LALF-W2
DO-209 PF PF or MUPF MUPF-D1
DO-4 PM PM or UPM MUPM-D1
TO-209 PM PM, UPM, or MUPM MUPM-H2
SO SO SO, DSO, or PDSO PDSO-G8
SOIC SO SO, DSO, or PDSO PDSO-G14
SOJ SO SO-J or SO-J24 PDSO0-J24(28)
SOL SO DSO or PDSO PDSO-G20
SOT-23 SO DSO or PDSO PDSO-G3
SOT-89 SO SSO or PSSO PSSO-F3
TO-244 FM UFM or PUFM R-PUFM-Y2
TAB uc UC-I, QUC-I PQUC-I

a) The "L" in "LCC" means "lateral", not "with or without lead". Whether an LCC is with or without a lead can be
determined from a more complete descriptive designator. For example, an "N" suffix would indicate that the
package is without lead, a "J" suffix would indicate that the package has a lead.

b) The use of "L" ("lateral") in LCC is discouraged in favour of "Q" (quad). Thus, the preferred descriptive
designator for PLCC is PQCC.
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Package outline

style and

code

Examples

Form

(o]
Chip car

rier

e

CcQcCc-J
(CLCC-J)

cY
Cylind

MBCY-W

PBCY-W

DB
Disk but

ton

PADB-W LRDB¢F

GRDB-F

PRDB-F

D and E

CP

Clamp
packad

CECP-N

Figure A.1 — Typical package styles and descriptive coding system (7 of 4)

IEC 2562/13
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Package outline E | ]
style and code xamples orm
FM i
Flange mount MBFM-P PDFM-T PSFM-T
GRFM-F
FO
A
Fibre optic
MXFO-W MAFO-W PXFO-P
FP
E
Flatpag¢k
CQFP-F PDFP-G CDFP-F CQFP-G

Figure A.1 (2 of 4)

IEC 2563/13
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style and code Examples Form
GA
G
Grid array
IP
G
In-ling
PDIP-P PDIP-T PZIP-T
LF /
H and D
Long fofm
MELF-N
LELF-N PALF-W MALF-W

Figure A.1 (3 0of 4)

IEC 2564/13
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Package outline

style and code Examples Form

MP

B
Power module
PUMP-A3 MUMP-E4
PF
Press fit

B

PM
C

Post/stud mount

MUPM-D MUPM-D CRPM-F

SO

Small oufline

SS

Special shape

PDSS-W

IEC 2565/13

Figure A.1 (4 of 4)
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Butt or ball C" bend
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Gull wing High-current cable
ME) J 777 L
-t
.
"J" bend "L" bend
777 N P
i
No lead Pin or peg
) R S
-
-
Wraparound "S" bend
m-] T vz | U
.
"J" inverted
Through*hole
v—— w T Y
Wire Screw
724  Body of package . | and structure

IEC 2566/13

Figure A.2 — Examples of lead forms (or terminal shapes)
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Annex B
(informative)

Derivation and application of the descriptive coding system —
Common package names

Common package names or abbreviations are often used to directly indicate the form of
package in marketing or advertising fields. The descriptive coding for them is to be simplified
and modified from the formal coding system for easier usage.

The structure of a common package code consists of a package-body-material code and

derived
The pag

The der

ition of & terminal-position code (4.3.3) or lead-form code (4.3.6.2) and-optionally the p

specific

The basfic package code consisting of three characters which shews package outline st

by addif
advertis

To prev
formal d

Figure B
Table B

Table B

package code being set off by a dash (-) between them.
kage-body-material code is referred to in 4.3.4.

ved package code is created from the package outline style code)(4.3.2) by f

feature code (4.3.5).

ion of a terminal-position code or lead-form code is~generally used in mark
ng fields.

ent confusion due to minor differences between the common package code
ode, it is required to list them in IEC 6019144,
.1 shows the descriptive coding structure for common package names.
1 gives a list of basic package cedes and names.
2 gives a list of some examples of common package names and descriptive co
Package-body-materialprefix Derived package code
_— Optional | | Basic package code
p - F(XX) BGA
M;erial ms Package, position, form

he add-
ackage-

le code
eting or

and the

Hes.

—Atripletettercode
A single-letter or

multi-letter prefix
A single-letter prefix IEC 2567/13

Figure B.1 — Descriptive coding system for common name
of semiconductor-device package
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Table B.1 — Basic package code and names

Basic package code Basic package name Description

BGA Ball Grid Array Package Package having balls or bumps on top or bottom face
in a matrix of at least three rows and three columns.

DIP Dual Inline Package Package having leads in parallel rows on two opposite
sides of the body for though-hole insertion.

DTP Dual Tape Carrier Package Tape carrier package having flat leads on two opposite
sides of the body.

LGA Land Grid Array Package Package having lands on top or bottom face in a
matrix layout of at least three rows and three columns.

GA Pin Grid Array Dnr\l{ngn Package-havingpins—on-top-orbottom-facei-a matrix
layout of at least three rows and three cqumnE.

QFF Quad Flat F-Leaded Package Package having unformed leads on fouft sides|of the
body.

QFI Quad Flat I-Leaded Package Package having I-shaped leads on./four sides pf the
body.

QFJ Quad Flat J-Leaded Package Package having J-shaped (éads on four sides |of the
body.

QFN Quad Flat No Lead Package Package having single-inline terminal pads al¢ng four
edges of the bottom‘\face. The terminal pads may or
may not be exposed on package sides.

QFP Quad Flat Package Package having gull-wing-shaped leads on foyr sides
of the body.

QTP Quad Tape Carrier Package Tape carrier package having flat leads on four| side of
thebedy.

SIP Single Inline Package Package having leads on single side of the body.

SOF Small Outline F-Leaded Package “| Package having unformed leads on two opposjite sides
of the body.

SOl Small Outline I-Leaded Package | Package having I-shaped leads on two opposife sides
of the body.

SOJ Small Outline J-Leaded Package | Package having J-shaped leads on two opposjte sides
of the body.

SON Small Outline No Lead Package Package having single-inline terminal pads al¢ng two
opposite edges of the bottom face. The termirjal pads
may or may not be exposed on package sides

SOP Small Outline Package Package having gull-wing-shaped leads on tw¢
opposite sides of the body.

SVP Surface Vertical Package Package having L-shaped leads on a single side of the
body.

ZIR Zigzag Inline Package Package having zig-zag formed leads on a single side
of the body.



https://iecnorm.com/api/?name=19a4b5cdbd3eae197105bcc0d8a15ebb

- 24 - 60191-4 © IEC:2013

Table B.2 — Common package name and descriptive code examples

Basic package code

Common package code

Common package name

BGA P-BGA Plastic BGA
T-BGA Tape BGA
C-BGA Ceramic BGA
DIP P-DIP Plastic DIP
C-DIP Ceramic DIP
G-DIP Glass sealed ceramic DIP
FBGA P-FBGA Plastic fine pitch BGA
P-PFBGA Plastic Fine pitch BGA with Terminal for staeh
T-FBGA Tape fine pitch BGA
C-FBGA Ceramic fine pitch BGA
S-FBGA Silicon fine pitch BGA
FLGA S-FLGA Silicon fine pitch LGA
FQFP P-FQFP Plastic fine pitch QFP.
C-FQFP Ceramic fine pitch‘QEP
LQFP P-LQFP Plastic low profile. QF P
C-LQFP Ceramic Joewprofile QFP
G-LQFP Glass sealed ceramic low profile QFP
PGA P-PGA Plastic PGA
C-PGA Ceramic PGA
SOJ P-SOJ Plastic SOJ
ESOP P-SSOP Plastic SSOP
[QFP P-TQFP Plastic thin QFP
C-TQER Ceramic thin QFP
TsorP P-TSOP Plastic TSOP
TISSOP P-TSSOP Plastic TSSOP
QFN P-VQFN Plastic very thin QFN
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 4: Systéme de codification et classification en formes des

structures des boitiers pour dispositifs a semiconducteurs

1 Domaine d'application

La prés
des bof

semicor

ente partie de la CEI 60191 spécifie une méthode pour |la désignation des st

uctures

iers et pour la classification des formes des structures de bofitiers des disp

descriptjfs universels pour les boitiers a semiconducteurs.

Le cod€

contrdlel permettant d'assurer I'interchangeabilité des boitiers.

2 Systéme de codification des structures des boitiers¢gpour dispositifs a
semiconducteurs

Le sys

normaligsation mécanique:

— prenierement: un numéro d’ordre a trois chifffes (de 000 a 999);

— deuXiéemement: une seule lettre de référence indiquant la forme comme indiqué

— trois

Exemplégs

Tableau 1;

emement: un numéro d’ordre a~deux chiffres (de 00 a 99) indiquant une
d’une structure de, boftier. L’utilisation du préfixe P pour indi
dessin provisoire demeure inchangée.

101A00
050613

- P101FO01

3 Classification en formes des structures des boitiers pour dispositifs a
semiconducteurs

de désignation descriptif fournit un outil de communication utile mais n'intégre

eme de codification suivant sera utilisé dans' les publications concer

psitifs a

ducteurs, ainsi qu'une méthode générale pour établir des codes de.'déslignation

pas de

nant la

dans le

variante
juer un

Les dessins des structures des boitiers pour dispositifs a semiconducteurs sont classés en
formes selon le principe suivant:

— forme A: sorties d’'un seul c6té

— forme B: montage sur dissipateur thermique

— forme C: sorties droites

— forme D: sorties axiales

— forme E: montage en surface

— forme F: radiateur monté sur ’'embase, sorties d’'un seul coté

— forme G: deux ou quatre rangées de sorties

— forme H: sans sorties axiales.
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4 Systéme de codification des boitiers pour dispositifs a semiconducteurs

4.1 Généralités

Le systeme de codification normalisé est une méthode permettant d'identifier les
caractéristiques physiques d'une famille de boftiers de dispositifs électroniques. Le systéme
est fondé sur un code de désignation de deux caractéres au minimum indiquant le modéle de
structure du boftier. Ce code de désignation peut étre étendu avec l'utilisation de champs
facultatifs choisis par I'utilisateur, pour fournir des informations supplémentaires sur les
boitiers telles que la position et le nombre des broches, leur forme, la forme du boftier et le
matériau de composition principal du boftier.

4.2 ouveaux codes descriptifs

Si un nguveau boitier, qui ne correspond pas a un des codes de désignation, est progosé, un
nouveay code peut étre recommandé pour étre normalisé.

4.3 Clodes de désignation descriptifs

4.3.1 Remarques générales

Le code| de type de boitier est le seul domaine obligatoire dans ¢e\systéme d'identification. Les
informations supplémentaires peuvent étre fournies par des prefixes et des suffixes optionnels
décrits par le systéme. En général, ces domaines sont indépendants les uns des autr¢s. Sauf
spécifications contraires, les utilisateurs de ce systéme peuvent choisir le domaine dans lequel
ils aimefraient développer leur application particuliére_(Voir Figure 1). Le code de désignation
descriptif peut étre étendu a des informations supplémentaires, pourvu que ces infofmations
soient sgparées du code de désignation descriptif par une barre oblique (/) (voir 4.3.7).

NOTE Le Tableau B.1 présente les codes et noms de.boitiers de base.
4.3.2 Code de désignation descriptifiminimal

Le codel de désignation descriptif minimal est un code a deux lettres qui classe les bojtiers en
modeéleg de structures de boitiers’normalisés. Ces modéles identifient les caractéristiques
physiques externes généralesi _Les codes descriptifs ou les abréviations courants|a deux
lettres sjont inclus; par exemple CC, FP, SO, GA.

La Figure A.1 indiquel dés codes a deux lettres pour différents modéles de structures de
boitiers |ainsi que des)exemples décrivant chacun d'entre eux. Le Tableau 1 donne la liste des
codes dp modeles_de structures de boftiers a deux lettres décrits a I'Article 5.
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Optionnel sauf Code de désignation
Optionnel - Optionnel code de descriptif Optionnel Optionnel
désignation de minimal
préfixe du matériau
P - S Q C C J 3 2
Matériau Caractéristi- Position Boitier Forme Nombre
ques
Nombie de broches
(43.6]1, 4.3.6.2)
Suffixg a un, deux
ou trois chiffres
Forme des ¢onnexions
(4.3.6.1, 4.3.6.2,
L Tableau 5, Figure A.2)

(4.3.4, Tableau3)

Préfixe a une_lettre

Suffixe a unke lettre

Type de structure de
boitier (4.3.2,
Tableau 1, Figure A.1)

Code de désignation a
deux lettres

Position de-la broche
(4.3.3,(Trableau 2)

Préfixe a une lettre

Matériau du corpSidu boitier

Caractéristiques particuliéres
du boitier (4.3.5, Tableau 4)
Préfixe_a-une ou plusieurs lettres

JEC 2560/13

Figure 1 —Codification descriptive pour les boitiers de dispositifs a semicondugteurs
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Tableau 1 — Codes de modéles de structures de boitiers

Forme Code Modéle de boitier
E CcC Boitier porte puce
B CP Boitier pressé
A CcY Boitier cylindrique
D/E DB Boftier bouton
F FM Boitier a fixation par brides
A FO Boitier pour dispositif a fibre optique
E FP Boitier plat
G GA Boftier matriciel
G IL Boitier a connexions en ligne. Le code de désignation préférentiel est IP.
G IP Boitier a connexions en ligne ou enfichable. Limité a DIP/SIP/ZIP,
D/H LF Boitier horizontal a forme allongée
MA Microassemblage
B MP Boitier de puissance
MW Boitier hyperfréquences
B PF Boitier a compression
C PM Bofitier a sorties droites
E SO* Boitier de petite dimension
A SS Boitier de forme spéciale
uc Pastille nue
VP Boitier pour montage en surface vertical
XA-XZ Famille non définie; option'de I'utilisateur ou du fournisseur
* Dans|la pratique de l'industrie, on utilise parfois «P» pour «boitiers» a I'endroit normalement occupé par cette
zone|(excepté qu’il n'est pas précédé paryunitiret), par exemple SOP.

4.3.3 Préfixe donnant la position des broches

Le codg de modele de structure de boitier a deux lettres peut étre complété par un gréfixe a
une lettre identifiant I€sjpositions physiques des broches ou, si applicable, le plan e zone
d'intercgnnexion. Desexemples de codes de désignation a trois lettres inclugnt des
abréviafjons ou des-sigles d’'usage courant, par exemple DIP, LCC (de préférence QCQ(), PGA,
QFP, SIP, ZIP.

NOTE 1 |Une’broche est définie comme un point de connexion qui peut étre atteint extérieurement.

NOTE 2 Le préfixe de position de broche correct est déterminé par les structures ou se trouvent les broches. Par
exemple, le code pour une seule rangée de broches disposées en zigzag serait «Z».

Le Tableau 2 donne une liste de codes de préfixes a une lettre fixant la position des broches.

4.3.4 Préfixe donnant le matériau du corps du boitier

Le code de désignation descriptif a trois lettres (voir 4.3.2) peut étre augmenté d'un préfixe a
une lettre identifiant le matériau principal du corps du boitier. Ce préfixe ne doit étre utilisé que
si le préfixe de position des broches décrit en 4.3.2 est également utilisé. Les exemples de tels
codes de désignation descriptifs a quatre lettres incluent des abréviations ou sigles d'usage
courant, par exemple CDIP, PDIP, PLCC (de préférence PQCC), MELF, PQFP.

Le Tableau 3 donne une liste de codes de préfixes a une lettre pour le matériau du corps du
boftier.
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Si le matériau du corps du boitier n'est pas I'un de ceux définis au Tableau 3, la lettre «X» doit
étre utilisée dans le code de désignation descriptif pour indiquer un matériau nouveau ou
particulier et doit étre remplacée ultérieurement par un code approuvé par la CELI.

4.3.5

Préfixe de caractéristique spécifique a un boitier

Les caractéristiques spécifiques a un boftier peuvent étre décrites par un préfixe a plusieurs
lettres. Le préfixe de caractéristiques spécifiques a un boftier doit étre séparé de la suite du
code de désignation descriptif par un tiret (-).

Le Tableau 4 donne la liste des codes de préfixes de caractéristiques spécifiques a un boftier.
La Figure 2 montre la relation des codes avec I'épaisseur et le pas.

4.3.6
4.3.6.1
La form

boitier
connexi

Suffixes de forme de connexion et de nombre de broches
Forme générale de connexion et nombre de broches
b générale des connexions (ou forme des broches) et/ou le nombre, de broche

beuvent étre décrits a travers
bn et le suffixe de nombre de broches. Ces deux zones doivent étre séparég¢s de la

['utilisation de deux zones: le\ suffixe de fg

précédente partie du code de désignation descriptif par un tiret (-).

5 sur un
rme de

Les utilisateurs de ce systéme peuvent choisir d’utiliser le suffixe de forme de connexign, ou le
suffixe fle nombre de broches, ou les deux. Si le suffixe«de forme de connexion egt utilisé
conjointement au suffixe de nombre de broches, il doit/précéder le suffixe de nombre de
broches|
Tableau 2 — Préfixes pour_la position des broches
Code Nom Positiona) b)
A Axial Broches dépassant des deux extrémités dans le sens de I'axe principal d'un poitier
cylindrique ou elliptique
Fond Broches dépassant du fond du boitier
Double Les broches sont situées sur les bords opposés d'un boitier rectangulaire oy carré,
ou sur.deux rangées paralléles
E Extrémité Les:broches sont des bouchons de boitier ayant une section circulaire ou ell|ptique
Latéral Les broches sont situées sur les quatre cétés d'un boitier carré ou rectangulpire
Le nom préférentiel est «quad», code Q
P Perpendiculaire |Les broches sont perpendiculaires au plan de siege sur un boitier carré ou
rectangulaire. Limité a la famille PGA
Q Quad Les broches sont situées sur les quatre cétés d’un boitier carré ou rectangulgire ou
sur quatre rangées paralléles
R Radial |l as-broches Ac’.paeennf radialement-de-la pc’\riphéria dun-bolitier r-ylinrlriquc\ bu
sphérique
S Unique Les broches sont situées sur une face d'un boitier carré ou rectangulaire sur une
seule rangée
Triple Les broches sont situées sur trois c6tés d'un boitier carré ou rectangulaire
Supérieur Les broches sont perpendiculaires et opposées au plan de siége et situées sur une
face du boitier
Autres Les positions des broches sont différentes de celles décrites
VA Zigzag Les broches sont situées sur une face du boitier carré ou rectangulaire, disposées

en zigzag

a)

b)

Ces descriptions sont faites en considérant que le plan de siége est le fond du boitier.

La référence a la forme du boitier ne prend pas en compte les rebords, les encoches ou toutes autres
irrégularités.
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Tableau 3 — Préfixes indiquant le matériau principal du corps du boitier

Code Matériau
C Céramique co-cuite scellement métal
G Céramique, scellement verre
L Verre
M Métal
P Plastique (incluant I'époxyde)

S Silicium
T Bande
X Autre

Tableau 4 — Préfixes pour les caractéristiques particuliéres des boitiers

Ordre Class.lflcatlon Code Caractéristique particualiére du boitier
fonctionnelle

H Radiateur intégré
1 ICompIement concernant D A fenétre transparente
a structure
P Piggyback ou brochespour empilage
Néant Profil normal (1,70.mm < néant)
L Faible hauteury(1,20 mm <L < 1,70 mm)
T Mince (1,008Mm < T < 1,20 mm)
2 Hauteur d’appui \ Trés mince (0,80 mm <V < 1,00 mm)
w Tres; trées mince (0,65 mm <W < 0,80 mm)
U Ultra mince (0,50 mm < U < 0,65 mm)
X Extrémement mince (X < 0,50 mm)
Pas réduit (< pas de base) (réservé aux familles DIP, $IP,
SOP)
s SDIP (pas de 1,778 mm)
3 Pas et position des SZIP (pas de 1,778 mm et 1,27 mm)
broches
SSOP (pas de 1,0 mm, 0,8 mm, 0,65 mm, 0,5 mm et 0,4 mm)
F Pas fin (QFP < 0,50 mm et < 0,80 mm pour BGA et LGA)

| Pas interstitiel (connexions étalées)

X< 0,50 mm < [Uj < 0,65 mm < W] < 0,80 mm < V| < 1,00 mm

<M< 1,20 mm <[J< 1,70 mm < [sans code]

IEC 2561/13

Figure 2 — Relations entre codes et épaisseur

4.3.6.2 Suffixe de forme de connexion

Le suffixe de forme de connexion est un suffixe a une lettre qui identifie la forme normalisée de
la connexion. Le Tableau 5 donne une liste de codes de suffixes de forme de connexion a une
lettre.
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S'il existe dans le boitier plus d'une forme de broche, les broches conduisant le courant
principal déterminent le code de la forme de connexion. Si I'une de ces broches constitue un
ergot de montage ou une bride, sa forme ne doit pas déterminer le choix du suffixe de la forme
de connexion (ou forme de broche) parce que cela a déja été décrit par le code de type de
boitier. Si la forme de connexion n’est pas I'une de celles définies au Tableau 5, la lettre «X»
doit étre utilisée dans le code de désignation descriptif pour indiquer une forme de connexion
spéciale ou nouvelle, et doit étre ultérieurement remplacée par un code approuvé par la CEI.
Des exemples sont donnés a la Figure A.2.

4.3.6.3 Suffixe de nombre de broches

Le suffixe de nombre de broches
brochesdu-boltier du-dispositif—S' a plus d'une sorte de broche le nombre de broches doit
inclure seulement les broches utilisées pour déterminer le suffixe de forme de ‘égnnexion
conformément a 4.3.6.1. Si le nombre de broches (incluant les broches non wiilis¢es) est
inférieur au nombre de positions de broches disponibles, ce dernier peut étfe ajoufé entre
parentheses, par exemple 20(26) et 168(289).

4.3.7 Zone d'information détaillée

Une bafre oblique (/) suivie d'une zone d'information supplémentaire détaillée de unf a vingt
caractenes peut étre ajoutée au code de désignation descriptifi¢Cette zone peut conptenir la
désignation de la CEl, ou tout autre code spécifié par I'utilisateur.

La barrg oblique (/) doit signifier le début de la zone d'information supplémentaire défaillée. Il
ne doit y avoir aucun espace entre la barre oblique (/).etles zones adjacentes.
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Tableau 5 — Suffixes de formes de connexions (ou de broches)

Code Forme Description (voir Figure A.2)
A Vis Trou fileté pour vis sur le sommet du boitier
B Butée ou en boule Connexion courte ou en boule destinée a un montage perpendiculaire a la

plage de soudage

C Courbure en «C» Une connexion en «C», souple ou non souple, dont la courbure amene la
broche sous le corps du bottier

A ceillet pour brasage Une broche avec ceillet sur le boitier

Connexion a insertion Une connexion a insertion rapide sortant du corps du boftier

rapide
F Plat Une connexion, souple ou non souple, plate, non formée, qui sort dujcorps du
boitier
G Aile de mouette Une connexion souple repliée sous le corps du boitier avec une.extrémité
pointant a I'extérieur du boftier
H Broche flexible Une broche avec ceillet a I'extrémité d'une connexion flexible

pourcourant fort

Isolée Une connexion plate formée par le dép6t d'un conducteur mince sur gn film
support isolant
J Courbure en «J» Une connexion en «J», souple, dont la courbure raméne la broche sops le
corps du boitier
Courbure en «L» Une connexion en «L» souple pour,montage en surface
N Sans connexion Plages métallisées situées sur 1é corps du boitier
P* Epingle Une connexion trempée sortant'du corps du boitier et destinée a étrefmontée
a un trou métallisé dans la plage de soudage
Q Connexion rapide Broche de type TAB softant du corps du boitier
Enroulée Broche métallisée non souple enroulée autour du corps du boitier
S Courbure en «S» Une connexion@n «S», souple, dont la courbure améne la broche solis le

corps du boitier

T Trou métallisé Broche plate ou en forme de V destinée a étre fixée a un trou métalligé dans
la plage-de soudage

U «J» inversé Unesconnexion en «J», souple ou non souple, dont la courbure amen
breche sous le corps du bofitier et dont I'extrémité courbée pointe ver
I'extérieur du boitier

U
[V]

Fil Une connexion en fil non trempé sortant du corps du boitier
X Autre Forme de connexion ou de broche autre que celles définies
Y Vis Trou fileté

Dang la pratique’de l'industrie, on utilise parfois «P» pour «boitier» a I'endroit normalement occupé gar cette
zong (excepte qu'il n'est pas précédé par un tiret), par exemple SOP.

Systéme de codification des modéles de structure de boitiers

CC, boitier porte puce: Boitier de faible hauteur dont la cavité de la puce ou la zone de
montage occupe la plus grande partie de la zone de boitier et dont les broches sont
constituées par des surfaces de pastilles métalliques (sur la version sans sorties) ou de
connexions préformées autour des co6tés et sous le boftier, ou a I'extérieur du boftier
(versions avec sorties).

NOTE 1 Le corps du boitier porte puce, habituellement carré ou bas, est similaire a un boftier plat.

NOTE 2 Lorsque les connexions sortent du boftier, le terme préféré est «bofitier plat» (voir FP).

CP, boitier pressé (press-pack): Boitier pour dispositifs a courant fort en forme de
cylindre ayant une broche circulaire plane pour courant fort a chaque extrémité et destiné a
étre pressé contre ou entre deux barres omnibus servant de radiateurs.
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— CY, cylindrique: Boitier généralement cylindrique. Il est habituellement constitué de
broches sortant d'un c6té, parallélement a I'axe central du boitier, et monté
perpendiculairement au plan de siege.

— DB, boitier bouton: Boitier de faible hauteur ayant la forme d’un disque ou d’un bouton. |
est habituellement constitué de broches sortant radialement de la périphérie du boitier
comme les rayons d'une roue ou issues du disque central. Les broches peuvent avoir
différentes formes.

— FO, fibre optique: Boitier microcircuit ayant un ou plusieurs connecteurs a fibres optiques.
Ses broches peuvent étre issues ou attachées a toute surface du boftier et peuvent avoir
une grande variété de formes au plomb.

NOTE 3 Les connecteurs a fibres optiques peuvent étre considérés comme des broches.

— FM,|boitier a fixation par brides: Boitier ayant comme partie intégrante un r]adiateur
monfé en rebord et fournissant un support mécanique a la structure d'encapsulation et
d'interconnexion du boitier ou a l'armature. Il a habituellement des broches issues ou
attaghées a toute surface de boitier avec une grande variété de formes.

— FP, boitier plat: Boitier de faible hauteur dont les connexions émergent parallélgment et
sont|essentiellement congues pour étre fixées parallelement au plan-de siége.
NOTHE 4 Les connexions sortent généralement de deux ou de quatre cétés du boitier.

NOTH 5 Le corps d'un boitier plat est similaire a celui d'un boitier porte.puce.

NOTHE 6 Les connexions peuvent étre préformées généralement 4oin du corps du boitier. Si les cpnnexions
sont préformées repliées sous le corps du boitier, le terme correct est alors «boitier porte puce» (voir|CC).

— GA, |[boitier matriciel: Boitier de faible hauteur dent\les broches sont situées sur yne face
en matrice d'au moins trois rangées et trois ecalonnes. Des broches peuvent manquer a
certaines intersections.

— IP (pu IL), boitier a connexions en ligne:' Boitier rectangulaire ayant une rangéde, deux
rangées ou plus, paralleles, de connexions congues essentiellement pour montpge par
inseftion perpendiculairement au plan de’siége.

NOTHE 7 Les connexions peuvent toutes.’émerger d'un seul c6té ou de deux cbétés paralléles|avec les
conngxions préformées pour former des‘rangées paralléles.

NOTHE 8 Le code préférentiel est\«IP».

— LF, poitier horizontal.a \forme allongée: Boitier tubulaire, cylindrique ou elliptique ayant
des [connexions recodvrant les extrémités ou des connexions axiales. Le corps allgngé est
ordinairement monté parallélement au plan de siége.

— MA,|microassemblage: Assemblage de microcircuits sans boitier (non encapsulés), et/ou
de microcircuits sous boitier, qui peuvent aussi inclure des dispositifs discrets, assemblés
sur Yine struettre d'encapsulation et d’'interconnexion, qui pour les besoins de spécification,
d’espai, de 'vente et de maintenance, est considéré comme un composant indivisiple. Les
dispgpsitifs microélectroniques et discrets passifs et/ou actifs peuvent étre montés |sur une
ou deux faces d€ fa structure d'encapsutation et d'interconnexion, et 1es broches externes
émergent habituellement d'une face de I'assemblage. Toute une variété de dimensions, de
formes, et formes de broche externe est possible.

— MP, boitier de puissance: Boitier destiné a recevoir deux pastilles a semiconducteurs de
puissance ou plus, ayant un socle de montage qui n’est pas une broche, et plusieurs
broches a vis et/ou a insertion rapide ou a contacts sur la surface opposée au socle de
montage.

— MW, boitier hyperfréquences: Boitier spécialement congu pour permettre a un dispositif
de fonctionner dans le domaine des hyperfréquences.

NOTE 9 «Spécialement congu» inclut mais n'est pas limité aux cavités a hyperfréquences et aux broches
avec impédance a élément commun contrélé.

— PF, boitier a compression: Boitier rond ou elliptique dont les zones de montage
meécanique sont insérées dans la structure d'encapsulation et d'interconnexion ou
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I'armature en vue de la connexion thermique et électrique. Ses broches externes peuvent
avoir différentes formes.

PM, boitier a sorties droites: Boitier dont le dispositif de montage mécanique est une vis
filetée, un trou fileté ou un support pour le montage a la structure d'encapsulation et
d'interconnexion ou a l'armature. Différentes formes de boitiers et de broches externes
sont possibles.

SO, boitier de petite dimension: Boitier de faible hauteur rectangulaire a composant pour
montage en surface. La puce est soudée a une zone de contact intérieure, constituant un
support. Les broches extérieures sortent parallelement au plan de siége sur deux faces
opposées du boitier plat moulé.

NOTE 10 La forme des connexions est généralement en aile de mouette mais d'autres formes sont possibles.

NOTHE 11 Ce terme est abandonné au profit de celui de «boitier porte puce» (voir CC) ou de, «bofitier plat»
(voir FP) selon la forme des connexions.

SS, | boitier de forme spéciale: Boitier de composants miniature dont/le dispositif
nécgssite une forme particuliére. Ses broches peuvent étre issues d'une“ou de plusieurs
facep.

NOTHE 12 Le montage mécanique et la fixation des broches peuvent nécessiter@es’techniques partiduliéres.

UC, |pastille nue: Puce microminiature sans boitier. Généralement, la puce a des plots de
soudure, des protubérances, etc., qui sont soudés a des ‘plots ou a des zones sur un
support, une bande ou un substrat.

VP, [boitier pour montage en surface vertical: Boitier a montage en surface dgstiné a
étre|monté perpendiculairement au plan de siége{Les broches sont situées sur|une ou
plusieurs rangées paralléles. Le boitier peut comporter des tiges de support (pour insertion
a travers le plan de siége) ou des cales (pour fixation sur le plan de siége).

XA-XZ, famille non définie: Boitier de dispositif électronique ne se rattachant ajaucune
famille de type de boitier approuvée par la\CEI.

Ces todes de modeles de structures-de boitiers spécifiés par le fournisseur ou l'ufilisateur
sont temporaires et il convient qu'ils_soient remplacés a terme par un code approuvé par la
CEl. [lls peuvent étre réutilisés et.de ce fait n'ont pas de signification figée unique.

WL, |Encapsulation sur tranches: Boitier a puce dont la taille est généralement égale a la
tailld du dispositif a semiconducteurs qu'il contient et qui est formé par la transfgrmation
d’ung tranche complétesplutdt que sur un dispositif individuel.
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Annexe A
(informative)

Exemples d'applications du systéme de codification descriptive

Le Tableau A.1 donne quelques exemples d'applications du systéme de codification descriptive.
Il ne présente cependant pas toutes les combinaisons possibles de codes de modéles de
structures de boitiers, de préfixes et de suffixes.

La Figure A.1 montre les codes a deux lettres pour les modéles de structures de boitiers et
donne des exemples typiques de codes de désignation a quatre lettres.

La Figufe A.2 illustre les codes de forme de connexion (ou de forme de broche))a“a upe lettre
donnés pu Tableau 5.
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